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D ' e folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlogen entnommen 

® Verfahren zur Herstellung kontaktloser Chipkarten und kontaktlose Chipkarte 

® Dabei wird in einem ersten Schritt ein Kartenkorper mit 
einer oder mehreren Aussparungen auf einer Kartenkor- 
perseite vorzugsweise durch Spritzguli aus einem ther- 
moplastischen Kunststoff hergestellt. Anschlie&end wer- 
den auf Oberflachenbereiche der die Aussparungen ent- 
haltenden Kartenkorperseite direkt Leiterbahnen gemall 
einer Spule als Leiterbahnmuster heiBpragetechnisch 
aufgebracht. Die Leiterbahnen werden dabei insbesonde- 
re auch auf Oberflachenbereiche innerhalb den Ausspa- 
rungen aufgepragt. Danach werden ein oder mehrere 
Chips in den Aussparungen ausgerichtet und mit den Lei- 
terbahnen in den Aussparungen kontaktiert. 
Vorteilhaft sind die einfache, mit wenigen Verfahrens- 
schritten auskommende und damit kostengunstige Her- 
stellung einer Chipkarte. Ferner hat eine solche Chipkarte 
eine gute mechanische Belastbarkeit und Zuverlassigkeit, 
( da sie aus sehr wenigen Einzelschichten besteht und die 
Leiterbahnen der Spule direkt auf den Kartenkorper auf- 
gebrachtsind. 
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Bcschreibung 
Tcchnischcs Gcbict 

Die Erfindung betritTt cin Verfahrcn zur Herstcllung von 5 
kontaktlosen Chipkarten mil mindestens einem Chip sowie 
eine kontaktlose Chipkarte. 

Bereils heute werden Chipkarten in hoher Anzahl in alien 
Bereichen des privaten und offentlichen Lebens verwendet. 
Ihre Leistungsfahigkeit ist durch den Einsalz modemer inte- to 
grierter Schaltkreise noch weiter steigerbar. Denn durch Im- 
plemenuerung anwendungsspezifischer Funktionen im Chip 
kann der Anwendungsbereich von Chipkarten uber die Iden- 
tifikation und Telekommunikauon hinaus auf folgende Ge- 
biete ausgedehnt werden: Im Gesundheitswesen etwa durch 15 
die Versichertenkarte, die Patienten-Datenkarte und Notfall- 
karle. Im Kommunikationsbereich konnen Chipkarten zur 
Zugangskontrolle zu Kommunikationsnetzen und zur Ab- 
rechnung von Leistungen sowie zur Verschlusselung und 
zum Schutz von Daten eingesetzt werden. Im Zahlungsver- 20 
kehr sind Chipkarten als Scheckkarte, Kredit-/Debitkarte, 
elektronische Geldborse und zur Gebuhrenerfassung im 
Nahverkehr und auf MautstraBen sehr gut geeignet. Des 
weiteren bieten sich Chipkarten an fur Zugangskontrollen 
und Identifikationszwecke, etwa beim Pay-TV bei Freizeit- 25 
Dienstleistungen oder der Produktionskontrolle. 

Bei Chipkarten werden derzeit Speicher-ICs sowie Mi- 
kro-Controller verwendet. Ferner werden Krypto-Control- 
ler, in welche ein Verschlusselungsschlussel bzw. -algorith- 
mus implementiert ist, bei Chipkarten eingesetzt. Der Da- 30 
tenaustausch wird durch die Kontaktflachen mit einem Le- 
segerat oder beruhrungslos durch kapazitive oder induktive 
Ubertragung hergestellt. Die Leistungsfahigkeit moderner 
Chipkartensysteme erfordert eine standig steigende Kom- 
plexitat und zwingt zu imrner hoherer Integration. Waren es 35 
anfangs nur Speicher mit minimaler Peripherie, so geht die 
Entwicklung auch zu komplexeren Systemen, die einen Mi- 
krocontroller mit unterschiedlichsten Funkuonen und Spu- 
len fur kontaktlose Kommunikation erfordern. 
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Bei den bekannten kontaktlosen Chipkarten sind im Kar- 
tenkorper eine oder mehrere Spulen integriert, die mit dem 
Chip verbunden sind. Die Ubertragung der Energie und Da- 45 
ten erfolgt durch kapazitive oder induktive Kopplung. Zum 
Aufbau dieser Chipkarten wird die sogenannte "Inlet Tech- 
nik" eingesetzt. Dabei werden Spule und Chip auf einem 
Kunststofftrager aufgebracht und dort fixiert. Dieser Trager 
wird dann in die eigentliche Chipkarte eingebaut. Dies kann 50 
durch Umspritzen oder Laminieren des Tragers erfolgen. 
Der Trager bildet nach der Kartenmontage einen integralen 
Bestandteil der Chipkarte. 

Als Trager werden bekanntermaBen Tragerfoiien verwen- 
det, auf denen gewickelte, geatzte oder gedruckte Spule aus- 55 
gebitdet werden. Bei der gewickelten Spule wird ein Back- 
lackdraht zu einer Spule aufgewickelt und manuell auf die 
Tragerfolie aufgebracht und anschlieBend mit dem Chip ver- 
bunden. Nachteilig sind hierbei vor allem das schwierige 
Aufbringen der Spule auf die Chipkarte und die Verbindun- 60 
gen der dicken Drahte der Spule mil dem Chip. 

Demgegenuber haben die geatzte und gedruckte Spule 
auf der Tragerfolie den VorteiK dafi die Leiterbahnen inte- 
graler Bestandteil der Tragerfolie sind. Der Chip wird dann 
durch Drahtbonden oder Flip-Chip-Technik mit der Spule 65 
verbunden. AnschlieBend wird die mit Spule und Chip ver- 
sehene Tragerfolie in den Kartenkorper inlegriert. Nachtei- 
lig sind hier die hohen Herstcllungskosicn der Spule und die 



Sehwierigkcitcn bei der Laminicrung des gcsamlcn Kartcn- 
korpcrs. Die Laminicrung ist zudem von Nachlcil fur die 
Ihcrmische und mcchanischc Bclastbarkcit und damit fur die 
Lebcnsdauer der Chipkarte. Insbesondcre wirken sich die 
bcirn Umspritzen herrschenden Temperaturen nachteilig auf 
die Funktion der teuren Halbleiterchips aus. Hinzu kommt, 
daS bei Fehlem beim Umspritzen, also bei Fehlem in einem 
vergleichsweise kostengunstigen KunststofTteil die Karte 
mit dem teuren Halbleiterchip zu AusschuB wird. 

Aus der DE 44 41 122 ist z. B. ein Verfahren zur Herstel- 
lung kontaktloser Chipkarten bekannt, wobei auf einem ca. 
50 urn dickem Folien material Elektrolytkupfer aufkaschiert 
ist und aus diesern eine Antennenwicklung mit AnschluBfla- 
chen auf photoatztechnischem Wege hergestellt wird. Wei- 
terhin wird das Fob* en material in einem Pragevorgang mit 
einem abgesenkten Chipaufnahmebereich mit einer gestuft 
daran anschlieBenden AnschluBzone versehen. In diesen 
Aufnahmebereich wird dann der Chip eingekittet und seine 
Kontaktflachen mit Bonddrahten mit den AnschluBflachen 
der Antennenwicklung verbunden. AnschlieBend wird diese 
bestuckte Folie beidseitig mit Ausnahme des Chipaufnah- 
mebereiches zwischen zwei gleich starken KunststofF- 
schichten eingeklebt, die urn den Chipaufnahmebereich 
durch etwa symmetrische Aussparungen als Schalen ausge- 
bildet sind. Allerdings erfordert dieses Verfahren einen zu- 
satzlichen Pragevorgang fiir den Chipaufnahmebereich so- 
wie ein aufwendiges Larninier- und Kaschierverfahren. 

Aus der EP 0682231 A2 ist ein Datentrager mit integrier- 
tem Schaltkreis bekannt, wobei eine Spule als Flachspule 
mittels HeiBprageverfahren in einen Kartengrundkorper und 
in eine auf dieser Kartenseite liegende Vertiefung einge- 
bracht ist. In die Vertiefung ist ein extra gefertigtes Modul, 
welches zumindest einen integrierten Schaltkreis und we- 
nigstens zwei Kontaktelemente aufweist, eingesetzt und die 
Kontaktelemente sind mit der Spule elektrisch verbunden. 
Diese Datenkarte erfordert zur Herstellung insgesamt zu 
viele einzelne Herstellungsschritte, zumal das in den Kar- 
tenkorper einzusetzende Modul, das den integrierteten 
Schaltkreis enthalt, ebenfalls erst in mehreren Schritten her- 
gestellt werden muB. 

Darstellung der Erfindung 

Ausgehend von dem oben dargelegten Stand der Technik 
ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine kontaktlose 
Chipkarte anzugeben und ein Verfahren zur Herstellung ei- 
ner kontaktlosen Chipkarte derart weiterzubilden, daB die 
Chipkarte einfach und kostengiinstig hersteUbar ist sowie 
eine gute mechanische Belastbarkeit und Zuverlassigkeit 
aufweist. 

Eine erfindungsgemaBe Losung dieser Aufgabe besteht in 
einem Verfahren zur Herstellung kontaktloser Chipkarten 
gemaB den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie einer kon- 
taktlosen Chipkarte nach Anspruch 17. Bevorzugte Weiter- 
bildungen sind in den Unteranspriichen aufgefuhrt. 

Beim erfindungsgemaBen Verfahren wird zunachst ein 
elektrisch isolierender Kartenkorper mit einer oder mehre- 
ren Aussparungen auf einer Karlenkorperseite hergestellt. 
AnschlieBend wird direkt auf die Oberflache der mit wenig- 
stens einer Aussparung versehenen Kartenseite wenigstens 
eine Spule aufgebracht Danach werden ein oder mehrere 
ungehaustc Chips bzw. elektronische Bauelemente in zu- 
mindest einer der Aussparungen ausgerichtet und die An- 
schluBflachen der Chips mit den Anschliissen der Spulen 
durch Flip-Qiip-Technik elektrisch leitend verbunden. Der 
Einbau von ungehausten Chips wird auch als Nacktchip- 
montage bezeichnel, weil der nackte bzw. ungehaustc Chip 
in die Aussparung des Kartenkorpers eingesetzt wird. 
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Das hat die Vortcilc, daB aufgrund dcr gcringeren Hohe 
dcr ungehausten Chips iin Vcrglcich zu den Hohen der ge- 
hausten Chips oder sogar Chipmodulen, welche neben dem 
Chip noch wcitcre Funktionsbausieine enlhaltcn, die Ticfc 
der Aussparung so gewahlt werden kann, daB erstens der un- 5 
gehauste und koniaktierle Chip nicht iiber die Aussparung 
hinausragt und daB zweitens die Kartenquerschnittdicke im 
Bereich einer Aussparung noch so groB ist, daB eine gule 
mechanische Stabilitat gewahrleistet ist. Damit ist mil dcr 
Erfindung eine Chipkarte mit einer minimalen Schichldicke 10 
bei einer guten mechanischen Belastbarkeit kostengiinstig 
herstellbar. 

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung erfolgt die Her- 
stellung des Kartenkorpers mil einer oder mehreren Ausspa- 
rungen in einem einzigen Arbeitsschrift. Vorteilhafterweise 15 
erfolgt dies durch SpritzguB, wodurch der Kartenkorper ein- 
stuckig ausgebildet ist. Dabei kommen bevorzugt thermo- 
plasusche Kunststoffe, wie z. B. PVC, ABS (Acrylniiril, 
Butadien, Styrol) oder Polycarbonate in Belracht. 

Bei einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 20 
wird die Oberflache, insbesondere die Bodenoberflache, in 
den Ausspamngen mit einer vorbestimmten Oberflachen- 
form versehen. Vorzugsweise werden in den Ausspamngen 
Kontakthocker oder Abstandshocker ausgebildet. Zudem ist 
es von Vorteil, die Aussparungsform und die Aussparungs- 25 
oberflachenform auf das spezielle eingesetzte Flip-Chip- 
Kontaktierungsverfahren abgestimmt auszubilden. Letzters 
hat den Vorteil, daB nur das unbedingt notwendige Ausspa- 
rungsvolumen aus dem Kartengrundkorper ausgelassen 
wird, wodurch der Kartenkorper sehr wenig geschwacht 30 
wird und somit eine hohe mechanische Belastbarkeit der 
Chipkarte erreicht wird. 

Bei der Erfindung werden die Spulen auf die Oberflache 
der mit wenigstens einer Aussparung versehenen Karten- 
seite und zwar sowohl auf Oberflachenbereiche auBerhalb 35 
der Ausspamngen als auch auf Oberflachenbereiche inner- 
halb mindestens einer der Ausspamngen aufgebracht. Dies 
geschieht bevorzugterraaBen in einem einzigen Arbeits- 
schrift, wobei beispielsweise die Spulen gemafi einem HeiB- 
prageverfahren unter Druck- und Teraperaturbeaufschla- 40 
gung auf die Oberflachenbereiche, insbesondere auch auf 
Oberflachenbereiche innerhalb mindestens einer der Aus- 
spamngen, aufgepragt werden. 

Besonders geeignet ist hierfur die Verwendung einesbe-v 
heizten Pragestempels; etwa eines Stahlklischees, auf dem 45 
das Muster der Spulenleiterbahnen erhaben aufgebracht ist. 
Mit diesem Stempel werden die Spulenleiterbahnen aus ei- 
ner Leiterfolie, etwa einer Kupferfolie, gemaB dem Muster 
ausgestanzt urid gleichzeitig auf die Oberflache der die Aus- 



sp^ro^fa^^ aufgepragirbie^ 50 

HaftiSng^ der Kartenkorperober- 

.flacheiwird iri einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
Er&^g ^urcKeine^M^ auf der Unterseite der 

batet^ Kiebermateriai vorteilhafter- 

^S^^Tfan^tur und Druck beim Pragevorgang abge- 55 

^& einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
^rfplgt.sowbhi die Herstellung des Kartenkorpers, bevor- 
V^u^hi^en .jdu^ einem thermoplasti- 

j ;SchCTXunstst6rI /als eine r 60 

j Spulera uf. di .KarterokorpeTOberflache einschUeBUch der 
U^J^parungeh bzw. Vertiefungen in einem einzigen Arbeits - 
r schritL- D urch dieses Minimum an Herstellungsschritten ist 
erne besonders kostengunstige Herstellung und damit eine 
Produklion hoher Stuckzahlen realisierbar. Hinzu kommt 65 
noch der Vorteil der hohen mechanischen und ihermischen 
BelastbarkeiU da erstens die Karte aus Kartenkorper und mit 
Spulenleiterbahnen versehenem Kartenkorper aus sehr we- 



nigen Schichtcn besleht (Minimum zwei Schichlcn: cinstuk- 
kiger Kartenkorper, Schichl aus Leitcrbahnen) und zweilens 
die Leitcrbahnen direkt auf den cinstuckigen und damil me- 
chanisch und vor allem ihcrmisch stabilen Kartenkorper 
aufgebracht ist. Die Spule wirkt wie eine Antenne fur die 
kontaktlose Energie- und/oder Datenubertragung mit der 
AuBenwelt. 

BevorzugtermaBen wird die Tiefe der Ausspamngen so 
gewahlt, daB die an die aufgepragten Spulen, insbesondere 
die Spulenanschlusse kontaktierten, ungehausten Chips 
nicht iiber die Vertiefung hinausragen. In einem Ausfuh- 
rungsbeispiel der Erfindung werden die SpulenanschluBrla- 
chen (englisch: Pads) fur die Chipmontage gleichzeitig mit 
dem Aufbringen der Spulenleiterbahnen mit aufgepragt oder 
ausgebildet. Diese AnschluBflachen sind somit integraler 
Bestandteil der aufgepragten Spulen. 

Die Erfindung ist sehr flexibel einsetzbar. Denn je nach 
Anwendungsgebiet der Karte sind aufgrund der unterschied- 
lichen ChipanschluBflachengeometrien auch geanderte 
Kontaktflachen- bzw. AnschluBfiachengeometrien der Spu- 
len zu realisieren. Dies ist mit der Erfindung auf schnelle 
und einfache Weise realisierbar, wobei zudem je nach An- 
ordnung der Kontaktflachen die geeignetste Kontaktie- 
mngstechnik fur die Chips, etwa das Flip-Chip-Loten oder 
das Flip-Chip-Kleben mit isotropem Kleber oder das Flip- 
Chip-Kleben mit anisou*opem Kleber eingesetzt wird. Dane- 
ben kann der Chip auch mittels eines sogenannten Kontakt- 
dmckverfahrens mit den Spulenanschlussen Flip-Chip-ge- 
bondet werden. Beim Kontaktdmckverfahren werden auf 
den ChipanschluBflachen aufgebrachte Kontakthocker 
durch eine elektrisch isolierende Kleberschicht, welche auf 
den SpulenanschluBflachen in den Ausspamngen flachig 
aufgebracht ist, hindurch gedruckt, solange bis sie mit den 
SpulenanschluBflachen in Kontakt kommen und unter 
Dmck- und Temperatureinwirkung und gegebenenfalls Ul- 
traschallbeaufschlagung mit diesen verschweiBen. 

Die Flip-Chip-Technik bedingt dabei zudem den Vorteil 
des geringen Platzbedarfs, der einerseits in der geringen 
Hohe der verwendbaren ungehausten Chips und damit der 
geringen Hohe der Chipkarte und andererseits in einem mi- 
nimalen Aussparungsvolumen zum Ausdruck kommt. Bei- 
des bewirkt daB die Chipkarte durch das minimale Ausspa- 
rungsvolumen nur wenig geschwacht ist und somit eine 
hohe mechanische Belastbarkeit aufweist. 

In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
werden zur Kontaktiemng der Chips Kontakthocker ver- 
wendet. Sie werden in einem Ausfuhrungsbeispiel gleich- 
zeitig mit dem Aufbringen der Spulenleiterbahnen durch 
etwa die Pragestempelfonn aus dem KartenkorperkunststofT 
geformt und mittels einer der aufgepragten Spulenleiterbah- 
nen mit einer Metallisierungsschicht versehen. Die auf ei- 
nem Kontakthocker aufgebrachte Metallisierungsschicht 
dient als SpulenanschluBflache. In einer weiteren Ausfuh- 
rungsform der Erfindung wird auf diese SpulenanschluBfla- 
che noch ein Kontaktbump aufgesetzt. 

In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel werden die Kon- 
takthocker bereits bei der Herstellung des Kartengmndkor- 
pers und den Ausspamngen mit ausgebildet, vorzugsweise 
in einem einzigen Arbeitsschritt, beispielsweise durch 
SpritzguBtechnik des Kartenkorpers. Bei einer weiteren 
Ausfuhrungsform werden die Kontakthocker bei der Kar- 
tengmndkorperherstellung vorgeformt und beim HeiBpra- 
gen der Spulenleiterbahnen in ihre endgultige gewiinschte 
Form gebracht 

Kontakthocker haben auch den Vbrteil, daB mit ihnen ein 
minimaler Abstand zur (Boden)Oberflache in den Ausspa- 
mngen eingestellt werden kann und dadurch das Risiko der 
Chipzerstorung beim Ausrichten und Kontakucren deutlich 



DE 197 32 353 A 1 



vcmngcrt wird. Zudem muB dicsc Abslandskonirollc dann Sliickzahl moglich. Fcmer zcichncn sich die durch die Erfin- 

mcht von dcr Kontakticningscinrichtung iibemommen wer- dung hcrgestelllen Chipkartcn durch cine hohe mcchanische 

. Belaslbarkcit und Zuvcrlassigkcit aus. Dies isl bedingt 

Bei einer weilcrcn Ausfuhrungsform sind neben den zur durch die geringe Anzahl von Schichten, aus denen die 

Komaktierung mil dem Chip vorgesehenen Kontakthdckcm 5 Chipkarte besieht, und durch das dircktc Aufbringen dcr 

noch sogenannie Abstandshocker vorgesehen. Sic bewirken, Spule auf den einstiickigen Kartenkorper. Materialvertnig- 

daB ein minimaler Abstand zwischen Chip und Bodenober- lichkeiisprobleme treten deshaJb bci der erfindungsgemaBen 

flache der Aussparung eingehalten wird und werden vor- Chipkarte nicht auf. Zudem wird auf diese Weise ein Zwi- 

zugsweise so plaziert, daB der Chip auf den Konlaklhockcm schentrager fur die Spule eingespart 

und den Abs lands hockern slabil und moglichst planar auf- 10 Weitere Voneile resulueren aus der Verwendung der Flip- 

hegt Denn die Kontakthockeralleine geniigen je nach Chip- Chip-Technik zum Kontaktieren der Chips: zuin ersten der 

anschluBflachenkonfiguration nichl in jedem Fall, um die einfache ProzeBablauf, zum zweilen die Verwendbarkeit 

fur die Flip-Chip-Kontaktierung notwendige Auflageslabili- von ungehausten Chips und damil das minimale Ausspa- 

ta des Chips zu gewahrleisten. Femer isl der durch die Kon- ningsvolumen und die geringe Chipkartendicke bei gleich- 

Ukt- Oder Abstandshocker erzielte Mindestabstand bei den 15 zeitig hoher mechanischer Belastbarkeit und Zuverlassie- 

Ausfuhrungsformen der Erfindung notwendig, bei denen zur keit. Es ist zudem im Fall der Fh>Chi|>KontaktierunP 

Erhohung der Haftfestigkeit zwischen Chip und Bodenober- keine drahtbondbare Metallisierung notwendig 

flache ein mchtleitender Kleber durch UnterflieBen einge- Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB die teuren und 



brae h W . , , , empfindlichen Chips erst in einem sehr spaten Verfahrens- 

Bei einem weiteren Ausfuhningsbeispiel werden die mit 20 schritt in den Kartenkorper eingebaut werden und somit 
Chips versehenen Aussparungen zum Schutz vor Umwelt- durch die wenigen eventuell nachfolgenden Verfahrens- 
einflussen und damit zur Erhohung der Lebensdauer der schritte weit weniger schadlichen thermischen, chemischen 
Karte nut einer VerguBmasse, wie z. B. einem Kunststoff und physikalischen Belastungen ausgesetzt sind. Insbeson- 
^ er uT Z ;, aUSgeg J ° SSen ' Dabd wird bei den Kartendicken dere werden die Chips bei der Erfindung nicht der thermi- 
durch die Verwendung von ungehausten Chips erreicht, daB 25 schen Belastung eines SpritzgieBverfahrens ausgesetzt 
die kontaktierten Chips nicht uber die Aussparung hinausra- Dies garantiert letztlich weniger AusschuB und eine ho- 
gen und nach Auffullen der Aussparung mit einer VerguB- here Zuverlassigkeit und Lebensdauer der hergestelllen Kar- 
massejeder Chip hermeusch eingeschlossen ist und die aus- ten. 

sparungsseitige Kartenoberflache keine Vertiefungen und Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Zeichnun- 
Erhohungen aufwe.st. 30 gen an Ausfiihnmgsbeispielen beschrieben. Es zeigen: 

Ein anderes Ausfuhningsbeispiel beinhalt den Verfah- Fig. 1 Chipkarte (1) in Aufsicht (aussparungsseitige 

rensschntt, daB auf die nicht mit Aussparungen versehene Oberflache) mit Spule (2) mit 10 Spulenwindungen und in 

Kartenkorperseite ein Etikett aufgebracht wird. Dies kann einer Aussparung (3) eingebeltetem Chip (4) 
be^pielsweise aufgedmckt werden und/oder aus dem Kar- Fig. 2 Chipkarte (1) aus Fig. 1 in Seitenansicht (Schnitt 

tenkorpermatenal durch Pragen herausgeformt und gegebe- 35 parallel zur langeren Kartenkante durch die Aussparung (3V 

nenfalls mil unterschiedhchen Farben eingefarbt werden. Schnitt A-B) 

BevoizugtermaBen erfolgt der Verfahrensschritt des Etikett- Fig. 3 Ve^groBerter Ausschnitt der Aussparung (3) mit 

aufbnnges nachdem der Kartenkorper mit den Aussparun- kontakdertem Chip (4) aus der Fig 2 
gen hergestellt worden ist, jedoch bevor die Spulen aufge- Fig. 4 VergroBerter Ausschnitt de'r Querschnittsdarstel- 

bracht werden. Das Auftnngen eines Edketts vor dem Kon- 40 lung der Aussparung (3) mit kontaktiertem Chip (4), wobei 

takUeren der Chips hat den groBen Vorteil, daB eine mit dem die Schnittebene orthogonal auf der Schnittebene aus Fig. 3 

Euke taufbnngen verbundene Warmebelastung, chemische und der aussparungsseitigen Oberflache des Kartenkorpers 

Belastung und/oder mechamsche Belastung, wie z.B. steht. 

Druck, Verbiegung Torsion, vermieden wird. PrinzipieU In einem Ausfuhningsbeispiel enthalt die Chipkarte (1) 

kann jedoch das Eukemeren auch nach der Chip-Montage 45 genau eine einzige Aussparung (3), in welcher ein quadrau- 

an die Spulenansch uBflachen erfolgen. In einem weiteren scher Chip (4) ausgerichtet und mit den Leiterbahnen der 

Ausfuhmngsbeispel wird die geometrische Lage derLeiter- Spule (2) kontaktiert ist. Die Form und GroBe der Ausspa- 

bahnen einer Spule derart gestaltet und die Aussparungen rung wurde dabei der Form des Chips angepaBt. Aus Fig. 2 

derart plaziert, daB auch auf deraussparungsseiugen Karten- ist zu erkennen, daB die Tiefe der Aussparung so groB ge- 

oberflache auBerhalb der Aussparungen und auBemalb der 50 wahlt ist, daB der kontakderte Chip ganz in die AusspaninE 

Spulenleuerbahnen ausreichend Platz bleibt, auf dem ein eintaucht, also insbesondere nicht uber die Kartenoberflache 

Etikeu aufgebracht wirf. (7) hinausragt. Fig. 3 zeigt den Aussparungsbereich der 

Besonders vorteilhaft 1S t eine Ausfuhrungsform der Erfin- Chipkarte im Schnitt in veigroBerter Form (8), wobei die 

dung, bei welcher der Kartenkorper wahrend des Spritzgie- Schnittebene orthogonal auf den Leiterbahnen steht (Leiter- 

Bens mit einem Etikett versehen wird. wodurch ein einstiik- 55 bahnen in Richtung des Normalenvektors der Schnitlflache) 

kiger Kartenkorper mit integrienem Eukett resuldert. Dies Dabei sind deutlich die aus dem Kartenkdrpermaterial (1) 

span zumindest einen sonst zusatzlichen Verfahrensschritt herausgeformten Kontakthocker (5), das zum eigentlichen 

zum Etiketueren und ist damit besonders preisgiinstig. Kontaktieren verwendete Material (6), ein Klebstoff oder 

Weuere Vorteile des erfindungsgemaBen Verfahrens und ein Lot, sowie die Leiteroahnen der Spule (2) im Quer- 

der erfindungsgemaBen Chipkarte sind nachfolgend aufge- 60 schnitt erkennbar. Fig. 4 zeigt eine Querschnittsdamellung 

U tvIt:.*: a * i . durch die Aussparung mit aufgepragter Spule, wobei die 

Die Erfindung gestaltet in sehr wenigen Verfahrensschrit- Schnittebene orthogonal auf der Schnittebene der Fig. 3 und 

ten die Herstellung eines Kartenkorpers mit mindestens ei- der aussparungsseidgen Kartenoberflache steht und durch 

ner Ausspamng, insbesondere durch SpritzgieBen des Kar- den Kontakthocker (5) verlauft. Aus Fig. 4 ist eisichdich 
tenkorpers mittels thennoplasUscher Kunststoffe, und mit 65 daB die herausgegriflfene Leiterbahn (9) der Spule ohne Un- 

hr'TJn *1™!*P™&^ Kartenoberflache aufge- terbrechung auf die Kartenoberflache auBemalb der Ausspa- 

brachlen s^uktunerten Melall.siening. Dadurch isl eine ein- ning (9a), auf die seidichen Schragen der Aussparung (9b) 

fache und kostengunsUge Herstellung von Karien in hoher sowie die (BodcnjOberflache der Aussparung (9c) aufge- 
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pragt ist. Am Ort des Kontakihockers (5) vcrlauft die Spu- 
Icnleitcrbahn (9) uber den Kontakthocker (5) hinwcg und 
bedingt somil eine Metallisierung dcs Kontakihockers (5). 

In eincm Ausfuhrungsbeispiel fur das erfindungsgemaBe 
Verfahren zur Herstcllung einer kontaktloscn Chipkarte 5 
wird im ersten Schritt eine Karte mil einer einzigen Vertie- 
fung bzw. Aussparung durch SpritzgieBen rnit dem Kunst- 
stoff Polycarbonat hergestellt. Danach kann die Ruckseite 
der Karte, also diejenige Seite bzw. Oberflache der Karte, 
welche keine Verliefung (und auch keine Erhebung) auf- 10 
weist, mit einem Etikett bedruckt werden. In einem weiteren 
Schritt zur Herstellung der Karte werden aus einer HeiBpra- 
gefolie, die aus einer Kupferschicht auf einer Tragerfolie be- 
steht, die Spulenleiterbahnen gemaB einem vorbesummten 
Muster auf die Oberflache der die Vertiefung aufweisenden 15 
Kartenkorperseite (aussparungsseitige Oberflache) der 
Karte, insbesondere in die Vertiefung, aufgepragtGflfilD 2 
Tetfimtf: Ausbilden von Leiterbahnen auf einem dreio!imen- 
sional strukturierten Substrat; MID: Molded Interconnect 
Device), Typische Temperaturen und AnpreBzeiten sind da- 20 
bei ca. 130°C bis 150°C bei wenigen Sekunden. Auf die 
Kontakt- bzw. AnschluBflachen der aufgepragten Spulenlei- 
terbahnen in der Vertiefung der Karte wird nun ein isotrop- 
leitfahiger Kleber dispensiert. AuBerhalb der Kontaktfla- 
chen wird zumindest auf einen Teil der Oberflache in der 25 
Vertiefung ein weiterer, elektrisch nicht leitender Kleber zur 
Chipfixierung dispensiert. AnschlieBend wird der Chip in 
die Vertiefung eingesetzt, ausgerichtet und gebondet. Zum 
Schutz vor Umweltetnflussen wird die Vertiefung mit dem 
gebondeten Chip mit einer VerguBmasse (Glob Top) aufge- 30 
fiillt. Gegebenenfalls wird noch eine weitere Schicht, etwa 
eine Dichtmassenschicht, auf die aufgefullte Vertiefung 
quasi als Deckel aufgebracht. Diese Mehrschichtentechnik 
hat den Vorteil durch Auswahl geeigneter VerguBrnateria- 
lien die gewiinschten Eigenschaften gezielter und besser 35 
einstellen zu konnen. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer kontaktlosen Chip- 40 
karte, wobei ein elektrisch isolierender, flachiger Kar- 
tenkorper mit einer oder mehreren Aussparungen auf 
einer Kartenkorperseite hergestellt wird, ferner wenig- 
stens eine elektrisch leitfahige Spule auf der Oberfla- 
che der wenigstens eine Aussparung enthaltenden Kar- 45 
tenkorperseite angeordnet wird, wobei ein Teil wenig- 
stens einer Spule sowohl auf Oberflachenbereiche au- 
Berhalb als auch auf Oberflachenbereiche innerhalb der 
Aussparungen aufgebracht wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein oder mehrere ungehauste Chips in 50 
den Aussparungen ausgerichtet und elektrische Verbin- 
dungen zwischen ChipanschluBflachen und Anschlus- 
sen der Spulen durch Flip-Chip-Technik hergestellt 
werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 55 
net, daB das Herstellen des Kartenkorpers mit einer 
oder mehreren Aussparungen in einem einzigen Ar- 
beitsgang erfolgt. 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Herstellen des Karten- 60 
korpers mit einer oder mehreren Aussparungen durch 
SpritzgieBen erfolgt. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB beim Herstellen des Karten- 
korpers mit einer oder mehreren Aussparungen die 65 
Oberflache in einer Aussparung mil einer vorbestimm- 
ten Oberflachenform ausgebildet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
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net, daB zur Herstellung einer bcstimmten Oberfla- 
chenfonn in den Aussparungen ein oder mehrere Ab- 
standshockcr ausgebildet werden. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 4 oder 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Herstellung einer be- 
slimmten Oberflachenform in den Aussparungen ein 
oder mehrere Kontakthocker ausgebildet werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf die nicht mit Ausspa- 
rungen versehene Kartenkorperseite ein Etikett aufge- 
bracht wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Herstellen des Karten- 
korpers mit einer oder mehreren Aussparungen sowie 
das Ausbilden der vorbestimmten Oberflachenform in 
den Aussparungen in einem einzigen Arbeitsgang er- 
folgt. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Material fur den Karten- 
korper ein thermoplastischer KunststofT verwendet 
wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Aufbringen der Spulen 
auf die Kartenkdrperoberflache in einem einzigen Ar- 
beitsgang erfolgt. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Spulen durch HeiBpra- 
getechnik auf den Kartenkorper aufgepragt werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB gleichzeitig mit dem Auf- 
bringen einer oder mehrerer Spulen auf die ausspa- 
rungsseitige Oberflache des Kartenkorpers in den Aus- 
sparungen Kunststoff-Kontakthocker geformt und 
durch die Spulen mit einer Metallisierungsschicht ver- 
sehen werden. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB gleichzeitig mit dem Auf- 
bringen einer oder mehrerer Spulen auf die ausspa- 
rungsseitige Oberflache des Kartenkorpers in den Aus- 
sparungen bereits vorhandene Kontakthocker durch die 
Spulen mit einer Metallisierungsschicht versehen wer- 
den. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13 da- 
durch gekennzeichnet, daB vor dem Ausrichten und 
Kontaktieren der Chips AnschluBhocker als Spulenan- 
schliisse auf den Spulenteilen, welche auf Oberflachen- 
bereichen in den Aussparungen aufgepragt sind, ausge- 
bildet werden. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Kontaktieren der Chips 
durch Flip-Chip-Loten oder Flip-Chip-Kleben ,mit iso- 
tropern Kleber oder durch Flip-Chip-Kleben mit aniso- 
tropern Kleber erfolgt. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Aussparungen, in wel- 
chen die an die Spulen elektrisch kontaktierten Chips 
eingesetzt sind, mit einer VerguBmasse, wie etwa ei- 
nem Kunststoff oder Harz ausgegossen werden. 

17. Kontaktlose Chipkarte bestehend aus einem elek- 
trisch isolierenden, einstuckigen Kartenkorper mit ei- 
ner oder mehreren Aussparungen auf einer Kartenkor- 
perseite sowie aus einer oder mehreren elektrisch leit- 
fahigen Spulen, die direkt auf Oberflachenbereichen 
der mit wenigstens einer Aussparung versehenen Kar- 
tenkorperseite angeordnet sind und Anschlusse aufwei- 
sen, dadurch gekennzeichnet, daB ein oder mehrere un- 
gehauste Chips, die ChipanschluBflachen aufweiscn, in 
den Aussparungen angeordnet sind und die Chipan- 
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schluBflachen mit den Anschlusscn der Spulen durch 
Flip-Chip-Technik elcktrisch kontakticrt sind. 

18. Konlaktlose Chipkarte nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnct, daB in den Aussparungen Abstands- 
hocker ausgebildet sind, die einen Mindestabsland zwi- 5 
schen dem Chip und der Bodenoberflache der Ausspa- 
rung bewirken. } 

19. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 
17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daB in den Aus- 
sparungen Kontakthocker ausgebildet sind, die einen 10 
Mindestabstand zwischen dem Chip und der Boden- 
oberflache der Aussparung bewirken. 

20. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspriiche 
17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Hefe der 

. Aussparungen so groB ist, daB die kontaktierten Chips 15 
nicht uber die Aussparungen hinausragen. 

21. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 
17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daB die Aussparun- 
gen mit einer VerguBmasse aufgefullt sind. 

22. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 21, dadurch 20 
gekennzeichnet, daB die Aussparungen derart mit einer 
VerguBmasse aufgefullt sind, daB die Chips hermetisch 
eingeschlossen sind. 

23. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 

17 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daB die Aussparun- 25 
gen derart mit einer VerguBmasse aufgefullt sind, daB 
die ausspariingsseitige Oberflache des Kartenkorpers 
weder Erhohungen noch Vertiefungen aufweist. 

24. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 

17 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daB das Material 30 
des Kartenkorpers ein thermoplastischer Kunststoff, 
wie z. B. PVC, ABS oder Polycarbonat, ist. 

25. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 
17 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daB die Form einer 
Aussparung an die Form des darin angeordneten Chips 35 
angepaBt ist, derart, daB das Aussparungsvolumen 
moglichst klein ist 
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